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V328a SOI技術を用いた新型X線撮像分光器の開発 41:現在の到達点と今後の開発
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次世代広帯域X線撮像分光 FORCE衛星に搭載予定のX線 SOI (Silicon-On-Insulator) ピクセル検出器「XR-
PIX」の開発の現状と今後の見通しを述べる．SOIピクセル検出器は SOI半導体プロセスを応用した日本独自の検
出器であり，一体型でありながら厚い空乏層と高速のCMOS回路を同時に実現可能である．私たちは，X線CCD
に匹敵する高い撮像分光能力を持った上で，各ピクセルに閾値回路とトリガ出力機能を備えることで，10µsecよ
りも高い時間分解能を実現する．今年度は，(1) 軟 X線のトリガ機能によるイベント駆動読み出しの性能評価，
(2) サブピクセルレベルのスペクトル応答の評価，(3) 軌道上放射線に対するTID効果の評価，(4) DSOIウェハ
を用いたイメージングエリアサイズ 21.9mm× 13.8mmの素子のプロセス，(5) PDD Ver.2構造を持つ新型のデ
バイスのプロセス，(6) XRPIX素子内蔵のAD変換回路の開発，(7) 衛星搭載品に向けた検出器トレイ及びフロ
ントエンドの検討，を行った．全体的に素子自身の基本性能は FORCE衛星の要求を満たすレベルに到達しつつ
あり，徐々に実際の搭載用素子の開発と，周辺の制御，読み出し，熱機械系の検討へ軸足を移す段階に来たと考
えている．講演では以上の開発の現状と今後の見通しを述べる．


